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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 孔
1） 孔铜：单点最小孔铜厚度20μm，厚铜板以及POFV孔最小25μm，平均最小铜厚25μm

2） POFV盖覆铜厚≥6μm

3）孔的公差
孔公差英制与公制转换后规格判定原则：单位转换后，保留小数点后2位，采用下限入，上限
舍的原则。示例： 91mil NPTH孔转换公制为91*0.0254mm=2.3114mm，公差按照下表为+0.10/-

0mm， 转换后范围为：2.3114-2.4114mm。按照下限入，上限舍，判定规格变为：2.32~2.41mm。
a.非压接孔公差要求如下表

	类型/孔径
	≤0.31mm
	0.31mm＜φ≤0.8mm
	0.8mm＜φ≤1.6mm
	1.6mm＜φ≤2.5mm
	2.5mm＜φ≤6mm
	＞6.0mm

	PTH孔
	+0.08/-∞mm
	±0.08mm
	±0.1mm
	±0.15mm
	+0.15mm/-0mm
	+0.3mm/-0mm

	NPTH孔
	±0.05mm
	±0.05mm
	±0.08mm
	+0.1mm/-0mm
	+0.1mm/-0mm
	+0.3mm/-0mm


b. Slot孔公差：金属化和非金属化Slot孔长宽公差+/-0.13mm
c. 压接孔尺寸公差：±0.05mm
2. 表面处理

1） 喷锡锡厚2~40μm

2） 沉金金厚：0.05~0.15μm，沉金镍厚3~8μm

3） 镍钯金金厚：0.015~0.1μm，钯厚：0.05~0.15μm，镍厚：3~8μm
4） 邦定板：邦定焊盘镍钯金金厚0.05~0.15μm，钯厚：0.075~0.15μm，镍厚镍厚：3~8μm
3. 线路，焊盘
1）射频线：10mil以下线宽公差+/-20%，10mil及以上线宽公差+/-2mil 

2）焊盘公差a.SMT焊盘：尺寸≥12mil，公差+/-10%，尺寸＜12mil，公差+/-1.2mil

b.插件焊盘公差+/-2mil

c.目标盘（HDI）+20%/-10%
4.标记
1）客户无要求时添加我司全套标记+周期（YYWW）

2)如果标记添加在蚀刻层（铜层），则蚀刻标记与焊盘距离≥0.2mm
5.阻焊
1）阻焊厚度
a.导体图形：线顶处（y）阻焊厚度≥10um，线角位（z）阻焊厚度≥5um。
b. NSMD焊盘：阻焊厚度（x1）不可高于焊盘35um。
c. SMD：阻焊厚度（x2）不可高于焊盘35um。
d. 阻焊塞孔：塞孔面阻焊厚度L1、L2均不可高于附近焊盘50um。
e. 对于外层底铜≥2OZ：NSDM、SMD及阻焊塞孔要求不可高于焊盘50um
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2）阻焊塞孔

表面处理前塞孔
a.全塞孔：塞孔深度≥70％孔深，孔口不允许开裂、露铜。
b.半塞孔：主要指位于大铜面的单面开窗或双面开窗散热孔，塞孔深度≥30％其不透光
（注：不适用于HASL；允许孔内表面处理镀层不连续）。
表面处理后塞孔
a.全塞孔：禁止。
b.半塞孔：仅适用于HASL，塞孔深度≤50％孔深且不允许透光（板厚小于1.6MM的板不
作深度要求）,允许有锡圈，锡圈单边≤5mil，孔内残留铅锡满足要求；
BGA全塞孔，同时其它位置半塞孔设计
a.HASL表面处理：需分两次塞孔，全塞孔在表面处理前，半塞孔在表面处理后。
b.其它表面处理：全塞孔和半塞孔，绿油前一次塞孔。
6.叠层
1）板厚公差
	板厚（mm）
	公差（mm）

	≤1.0
	±0.1

	1.0＜板厚≤1.6
	±0.14

	1.6＜板厚≤2.0
	±0.18

	2.0＜板厚≤2.4
	±0.22

	2.4＜板厚≤3.0
	±0.25

	＞3.0
	±10%


2）翘曲

单板：①无SMT板，翘曲度≤0.7%
②有SMT板，板厚＜1.6mm时，翘曲度≤0.7%；板厚≥1.6mm时，翘曲度≤0.5%，且最大弓曲变形量≤1.5mm

混压板：翘曲度≤0.7%

背板：翘曲度≤1.0%，且最大变形量≤4mm

7.外形

外形公差见下表

	长宽尺寸
	公差

	长宽≤300mm时
	±0.2mm

	长宽＞300mm时
	±0.3mm

	板内所有挖空区域
	±0.13mm

	位置尺寸
	±0.2mm


8.耐压测试要求

按照设计文件中耐压等级要求进行测试，无指定耐压等级的PCB按照Voltage-A执行。

	耐压等级
	测试条件
	判断合格标准

	Voltage-A
	以每秒100V(有效值或直流)加压至500V+15/-0V，保存时间≥5s
	1) 漏电流≤0.5mA

2)介质无飞弧或被击穿

	Voltage-B
	以每秒100V(有效值或直流)加压至1000V+15/-0V，保存

时间≥5s
	

	Voltage-C
	以每秒100V(有效值或直流)加压至1500V+15/-0V，保存时间≥5s
	


9.要求我司自主在板上添加层偏测试条，参考华为做法。
预审部分： 
CAM部分： 
1.叉板要求：不允许叉板出货
